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2012-2016年中国半导体材料行业市场调查及投资咨询报告

一、调研说明
中商情报网全新发布的《2012-2016年中国半导体材料行业市场调查及投资咨询报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
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二、报告目录

内容介绍
全球半导体材料市场继2010年创下448.5亿美元的新纪录后，2011年总营收较2010年更成长7%，达478.6亿美元，再创下历史新高，其中台湾蝉联半导体材料消费大国，达100.4亿美元。2011年材料市场总营收创下佳绩，将市场区隔来看，晶圆制造及封装材料2010年分别达到230.5亿美元及218亿美元，2011年则攀升至242亿美元及236.7亿美元，与2010年同期相比，半导体各类材料营收皆呈稳定成长，其中也包含货币汇差是成长因素之一。而在地区别方面，作为全球最大晶圆制造及先进封装基地，台湾持续蝉联半导体材料市场最大消费国，2011年半导体材料市场达100.4亿美元，而全球各地区材料市场也呈现稳定成长的态势，日本反倒微降1%，至于成长幅度最大的南韩及中国，主要是受晶圆制造和封装材料需求的带动。
从全球来看，中国内地的半导体材料市场销售额在2011年年增长率最高，达到12.8%，实现48.6亿美元，在世界各国家地区排名第五，超过欧洲地区。2011年中国内地半导体材料销售额占世界总销售额的比例再次提升。十年来，我国半导体材料产业得到飞速发展，2011年我国半导体材料销售额已达到了320亿元，是十年前的3倍多。据估算，2011年我国半导体材料出口额达12.5亿美元，是十年前的近8倍。其中2011年单晶硅为6.42亿美元，占当年半导体材料出口额的五成。
近十年来，在我国半导体材料领域中，许多产品产量发生了从小到大的巨变。我国单晶硅从2004年年产40多吨增至2011年生产量接近15万吨。近两三年，我国硅单晶生产设备无论在技术上还是在生产规模上都有明显的进步。到2011年底，我国已拥有能拉制6英寸以上硅单晶的直拉硅单晶炉10000台以上，定向结晶炉数量达到3500台以上，多线切方、切片机为10000台以上。在上述3种半导体设备方面，我国已成为世界上数量最多的国家。由此也见证了我国的半导体用单晶硅、硅片行业由弱小变成庞大的发展事实。
近十年来，半导体封装材料方面表现更为突出。当前，在国际上已经拥有一定份额的市场占有率，在技术水平上，与欧美、日本的差距也在进一步缩小。以IC封装用环氧塑封料为例，到2011年底，我国生产EMC企业约有20～22家，其中实现5000吨以上产能的厂商有6家。国内企业销量达4.2万吨左右，国内产品占国内总需求量比例由2003年的68%上升到2011年的83%。国内企业产销量已占全世界总产销量的29%。我国EMC内资企业的产品档次不断提升，从几年前仅能封装二极管、高频小功率管到现在可以封装大功率器件、大规模超大规模集成电路，封装形式从仅能封装DIP到封装大面积DIP，以及表面封装用SOP、QFPTQFP、PBGA等，生产技术水平从5μm到3、2、l、0.8、0.5、0.35、0.25μm，研制水平已达0.13～0.10μm。
尽管我国半导体材料行业有了大飞跃，但在技术水平上，与国外仍存在很大差距。半导体材料是我国半导体产业的重要支撑，也是半导体制造的技术源头。当前，仍面临着国外公司高端半导体材料的原材料封锁和限制，生产高端集成电路的材料仍依靠进口，国内生产的材料多为中低档产品。对于我国半导体材料行业来讲，走出去、争内需两方面都肩负重任。
本研究咨询报告由公司领衔撰写，主要依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及半导体材料行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界半导体材料行业整体发展大势，对中国半导体材料行业的发展情况、经济运行数据、主要产品市场、下游半导体行业等进行了分析及预测，并对未来半导体材料行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了半导体材料行业今后的发展与投资策略，为半导体材料企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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